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Ｍｕｌｔｉｌａｙｅｒ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓ

　ＦＤＫは、独自の素材技術・シミュレーション技術・高周波回路技術をベースに、
高周波回路・高周波モジュール用　「積層チップインダクタ　ＡＭＬシリーズ」　「ＲＦ
コンポーネント　ＡＭＢ／ＡＭＳ／ＡＬＰ／ＡＢＰシリーズ」を提供しております。第３
～４世代携帯機器、モバイル機器用ＲＦモジュールなどの小型設計に最適なチッ
プを提供すべく、多彩なラインナップを取り揃えています。

積層チップバラン

100ohm   (nominal)Balance   Impedance

50ohm (nominal)Unbalance   Impedance

0.5dB   (at fo ± 50MHz)Insertion Loss

fo ± 50MHzFrequency Range

2450.0MHzCenter  Frequency  (fo)

2.0x1.25x0.95mmDimensions  
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積層チップカプラ

20dBDirectivity

14dBCoupling

0.3dB max (at fo ± 50MHz)Insertion Loss

fo ± 50MHzFrequency Range

2450.0MHzCenter Frequency(fo)

2.0x1.25x0.95mmDimensions  
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積層チップバンドパスフィルタ
GND

OUTIN

2.5x2.0x  t<1.0mmDimensions  

0.8dBInsertion Loss in BW

50ohm   (nominal)Characteristic  Impedance

fo ± 50MHz Bandwidth  (BW)

2450.0MHz (nominal)Center Frequency  (fo)

Characteristics(typ.)Item

全品完全鉛フリー対応


